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Versuchsanlage zur Beschichtung von Massengut
mittels plasmaaktivierter Hochratebedampfung

Beschichtete Niete

Ein Arbeitsgebiet am Fraunhofer FEP ist
die Entwicklung von Technologien fir die
Beschichtung von Substraten nicht ebener
Geometrie.

Je nach Art der Beschichtung kann damit die
Korrosions-, Kratz- oder VerschleiBbestandig-
keit von Bauteilen erhéht werden. Auch deko-
rative Anforderungen und andere spezifische
Funktionalitaten kdnnen mit Wahl geeigneter
Schichtmaterialien realisiert werden.

In unserer Versuchsanlage ALMA 1000 kénnen

wir Kleinteile jeglichen Materials als Schittgut
bearbeiten. Die technologische Ausstattung
ermadglicht dabei eine Plasmavorreinigung
(Plasmaatzen) der Kleinteile, das Sputtern von
Haftschichten sowie die Beschichtung durch
plasmaaktivierte Hochratebedampfung mit
verschiedenen Schichtmaterialien.

Ein Schwerpunkt der Arbeiten liegt darin,

die technologischen Prozesse und das Subst-
rathandling fur die Schittgutbehandlung zu
optimieren, um die Funktionalitat der Schicht
an die jeweilige Beschichtungsaufgabe und
Substratgeometrie anzupassen.

Der Vorteil der Vakuumbeschichtung gegen-
Uber herkdmmlichen nasschemischen oder
metallurgischen Beschichtungsverfahren

von Kleinteilen liegt in der erreichbaren

hohen Schichtqualitat und der Flexibilitat des
Schichtaufbaus. Umweltvertraglichkeit sowie
Kosteneffizienz sind positive Nebeneffekte des
Verfahrens.
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Technische Daten

Beschichtungskammer

Batch-Coater mit Schittguttrommel zur Umwalzung

Beschichtungsmodule

2 Schiffchenverdampfer
1 Hohlkathode
1 Magnetron

Schiffchenverdampfer

max. 7 g/min je Schiffchen

kontinuierliche Drahtzuflihrung

Hohlkathodenmodul

300 A, 25 kW

Puls-Magnetron Stromversorgung

10 kW, 800 V, max. 30 A Pulsstrom

bei bis zu 350 kHz Pulsfrequenz

Atz-/Bias-Pulsstromversorgung

20 kW, 400 V, max. 200 A Pulsstrom

bei bis zu 33 kHz Pulsfrequenz

Schittguttrommel

max. 120 U/min

Rotationsrichtung umkehrbar

max. Chargengewicht

30 kg

Computergesteuerte Prozessfiihrung und Messwerterfassung
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Technologien

= Plasmavorbehandlung mit Hohlkathode
= Puls-Magnetron-Sputtern
— Sputtern von Haftschichten
® Plasmaaktivierte Hochratebedampfung
— Verdampfung von niedrig schmelzenden
Metallen und Legierungen
(z.B. Al, AIMg, Cu, ...)
— Abscheidung von Verbindungsschichten
durch den reaktiven HAD-Prozess

Unser Angebot
= Technologie- und Verfahrensentwicklung

= Machbarkeitsstudien
= Musterbeschichtungen
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